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１．概要（Summary ）： 

パッケージされていない MEMS ウェハにおいて、

構造体を破損することなく小型にチップ化すること

を目的とする。 

 

２．実験（Experimental）： 

使用設備：レーザダイシング装置 /Mahoh Dicer 

ML200（株式会社東京精密 製） 

 

MEMS構造形成済みのφ100mmウェハ（厚さ：約

380umt）を上記設備で約 1.0mm□にチップ化する。 

※加工条件は京都大学ナノハブ様推奨条件 

 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 

 レーザダイシング装置/Mahoh Dicer ML200にモジ

ークカット機能を追加していただいたことで、異サイ

ズパターンの一括カットが可能となった。Fig.1 にモ

ジークカット機能を用いて異サイズパターンを一括

カットしたチップの外観写真を示す。 

 

Fig. 1 Chips after mosaic cut process 

研究・開発品では様々なサイズのチップが混載状態

になることもある。今回のような異サイズパターン一

括カット（モジークカット）が実現可能となることで、

実験水準を減らすことなく、かつ時間をかけることな

くチップ化が可能となる。 

 

４．その他・特記事項（Others）： 

・今後の課題 

 厚基板の小チップ化、狭ストリート化、アブレーシ

ョンレス化 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation）： 

 特になし。 

６．関連特許（Patent）： 

 特になし。 
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